
一、工艺说明

1.1 清洗的目的

将工件表面的助焊剂残留、焊膏、锡球、杂质、灰尘、油渍等有害污染清除；为消除腐蚀、

静电损害；提高产品的使用寿命；更好地满足客户不断提出的高质量和高可靠性的要求

…

1.2 对于清洗设备的要求：

1）能提供足以清洗到位的机械，能清洗到最为困难敏感的区域。随着现代电子制造技术的

飞速发展，元件之间的间隙不断缩小，元件和基板的间隙不断下降，以及无铅制程中的高温

和高聚合度的助焊剂残留，没有足够的机械能量是无法清洁到或清洁干净这些顽垢的。定向

喷射时足够的喷射压力是清洗的一个关键点。此外喷嘴的设计和喷嘴的合理结构也是设备设

计关键因素。

2）清洗液的温度控制是清洗工艺的一个关键点，在清洗时清洗液的温度对清洗效果是直接

的，因此必须精确的控制在合适的清洗温度范围。合适的温度能增强清洗剂的清洗能力，使

清洗的速度快，迅速溶解或剥离助焊剂残留物，达到快速清洗的效果。

3）清洗液的浓度控制也是影响产品清洗效果的重要部分，精确控制的浓度为清洗工艺的稳

定提供保证，稳定清洗的成本。

4）干燥过程自动化使清洗工作变得简便。

5）满足不同类型清洗液的要求，耐腐蚀性是设备使用寿命和适应范围的一个重要考量因素。

6）安全是必须的。

7）强劲、操作简便成为设备生产者为大批量清洁工作必须的设计。

8）清洗液的循环使用，大幅降低产品的清洗成本。



二、工作原理

“多功能水基清洗机”主要针对于电子行业解决钢网，网板，PCBA，PCB，印刷机刮刀等清

洗的工艺。利用水基型的清洗液进行化学清洗，将网板表面的助焊剂残留、焊膏、锡球、杂

质、灰尘、油渍等有害污染清除。使用 DI水进行漂洗以及最后的烘干，使网板达到 100 的

洁净度，无任何安全隐患，并且对人体和环境无伤害。

清洗：清洗过程一般采用水基型清洗液，由外部添加。清洗作业前必须由加热器对液体进行

加 热，以增强清洗能力。在触摸屏设置清洗时间即可。清洗时，利用水泵产生的高压水流，

将治具面的所有物质全部剥离干净，达到化学清洗的目的。剥离的污染物经过过滤装置被过

滤出来，使得清洗液循环使用，同时延长清洗液的寿命周期。这类清洗液无表面活性剂和无

固态物的配方， 使清洗件干燥后不会有残留物。不会因靠表面活性剂和污染物的永久结合

导致溶液中的有效成分逐渐减少而寿命缩短，清洗后安全可靠。

漂洗：漂洗过程采用 DI 水作为漂洗液，由外部管道添加。本过程是对清洗后的

网板表面残留的化学物质再次漂洗。漂洗液由高压泵浦吸入并产生较高的压力，液体通过管

道进入每个喷嘴，液体由喷嘴喷射出，并行成扇型水幕冲击在网板表面。通过整段的多个喷

嘴交错进行清洗，将网板面的所有物质全部剥离，达到漂洗的目的。漂洗过程有电阻率监测

装置，时实鉴控漂洗液的洁净度，保证漂洗的品质。

烘干：烘干过程是将治具由漂洗槽带出的少量水份和水气，利用加热器产生的高温和循环的

热风进行烘干。在风力流动的过程中由加热器将风力进行快速加热，当热风吹向治具面时，

循环的热风加快液体的蒸发。去除治具的水份和水气，由此达到干燥的目的。

整个工艺流程由 PLC 控制，减轻人工操作难度。


